沃格光电（603773）2025年经营情况及业务进展电话会议纪要
一、会议基本信息
	公司
	江西沃格光电集团股份有限公司（603773）

	时间
	2026年5月25日

	主题
	2025年经营情况及主要业务进展交流

	参会管理层
	董事会秘书 龚庆宇

	会议形式
	管理层单人介绍式交流，未设置Q&A环节


二、核心要点
1. 2025年营收25.51亿元，同比+14.88%；2026Q1营收5.94亿元，同比+8.48%。受新产线折旧摊销、研发投入加大及报告期内资产减值影响，净利润仍亏损；经营性现金流持续高增长，2025年2.12亿元（同比+67.10%），2026Q1 0.74亿元（同比+65.65%）。2025年总资产约44亿元，规模基本稳定。
1. 玻璃基Mini LED背光（江西德虹）进入产能释放与商用阶段：玻璃基线路板及灯板已在显示器产品中批量生产和商用，已供货海信大圣G9系列显示器；联合追觅发布85寸玻璃基RGB Mini LED电视Z8000（16,128个动态调光分区、约64,512颗Mini LED灯珠、峰值亮度超10,000nit、BT.2020 100%色域）。
1. 玻璃基Micro LED直显：自主研发四层玻璃基线路板及MIP封装载板各项指标取得较大进展，正与国内外多家终端及封装客户推进新一代产品联合开发与样品验证。
1. 泛半导体业务（湖北通格微）多线推进：光模块/CPO玻璃基封装载板处于批量送样验证阶段；微流控产品已向客户小规模交付；通信射频产品与特定科研院所及下游客户合作打样；半导体先进封装方向配合客户进行全玻璃基封装方案验证与联合攻关，并与北极雄芯签订战略合作协议，围绕异构芯粒与玻璃基板高度集成的AI计算芯片合作。
1. OLED精加工新增长点：成都沃格显示采用自主开发的ECI玻璃薄化、切割、丝印一体化技术，为国内G8.6代AMOLED产线提供配套；一期设备已搬入，处于产线调试与工艺验证阶段。
1. 业绩承压源于新业务战略投入：新项目陆续转固、导入试量产，新增设备及厂房折旧摊销处于较高水平，同时持续加大研发、打样测试及人才梯队投入；传统显示业务维持稳健增长且持续盈利，为目前收入增长的主要驱动。
1. 知识产权：截至2025年12月底，累计申请国家专利986件，核心有效授权专利480件；新增获评江西省制造业重点产业链链主企业、单项冠军企业及先进级智能工厂。
1. 产业活动：2026年3月通格微亮相SEMICON China 2026，展出可量产超高深宽比TGV玻璃基板等多类产品；公司牵头发起中国玻璃线路板产业联盟。
三、管理层陈述
1. 公司定位与业务板块
1. 2009年成立，2018年于上交所主板上市；通过收购控股深圳汇晨、北京宝昂、东莞兴为，围绕面板加工业务进行横向整合；先后投资建设江西德虹、湖北通格微两条产线，布局玻璃基新型显示与半导体先进封装。
1. 战略目标：成为世界一流的光电器件及玻璃基技术平台型解决方案领军者。
业务板块构成（三大板块）：
1. 传统业务（主体：沃格光电及其子公司）：显示面板相关玻璃精加工和显示器件产品，当前主营收入主要贡献来源。
1. 玻璃基新型显示业务（主体：江西德虹显示）：玻璃基Mini LED背光显示模组、玻璃基Micro LED直显。
1. 玻璃基线路板及器件在泛半导体应用（主体：湖北通格微）：依托玻璃基低介电损耗、高平整度、高散热特性及大尺寸量产优势，覆盖玻璃基射频器件、光模块/CPO玻璃基封装载板、大算力芯片先进封装用全玻璃基载板、生物芯片应用玻璃基板及其他玻璃器件。
1. 第二、三板块为新业务，当前收入占比较低，正进入产业化重要节点。
2. 传统显示业务
1. 工艺范围：玻璃薄化、镀膜、切割、黄光等，为京东方、TCL、天马、维信诺、群创光电、友达光电等知名面板厂商提供精加工服务。
1. 2021年完成上下游产业整合：深圳汇晨生产背光显示模组；北京宝昂生产高端光学膜材模切及代理；东莞兴为生产车载触控屏等。终端应用涵盖手机、笔电、平板、车载、手表、工控、医疗等显示领域。
1. OLED方向：成都沃格显示采用自主开发的ECI玻璃薄化、切割、丝印一体化技术，为国内G8.6代AMOLED产线提供配套服务，是行业内少数具备该项技术量产能力的企业，产品应用于笔电、平板、手机OLED显示。报告期内成都项目一期设备已搬入，处于产线调试及工艺验证阶段，后续有望成为新增长点。
3. 玻璃基新型显示业务
（1）Mini LED背光
1. 业务范围：玻璃基Mini LED背光玻璃基线路板、灯板及背光模组与全套解决方案，重点赋能电视、显示器、笔电、车载等中大尺寸中高端显示市场。
1. 技术路线：已覆盖0OD（零光学距离）超薄方案与RGB全彩两大方向，并可通过玻璃基实现更高分区演进。
1. 江西德虹进展：处于产能释放与市场拓展阶段，玻璃基线路板及灯板在显示器产品中实现批量生产和商用，产能逐步释放；已供货海信大圣G9系列显示器，正推进新产品联合开发。
1. 标杆产品：联合追觅发布85寸玻璃基RGB Mini LED电视Z8000，搭载16,128个动态调光分区、约64,512颗Mini LED灯珠，峰值亮度超10,000nit，采用RGB三色光源方案，覆盖BT.2020 100%色域。
（2）Micro LED直显
1. 核心产品：多层TGV玻璃基线路板。
1. 技术进展：配合全球知名显示品牌直显产品的应用需求，自主研发玻璃基四层线路板工艺路径，持续优化各项技术指标；直显玻璃基线路板及MIP封装载板各项指标取得较大进展。
1. 客户拓展：正配合国内外多家终端及封装领域客户推进新一代产品的联合开发与样品验证。
4. 泛半导体业务（湖北通格微）
1. 通信射频：更高频段与频段增加带来高频高密传输需求，对射频天线振子及雷达TR组件的线路密集度、介电常数、介电损耗、散热性能要求提升；相关产品与特定科研院所及下游客户合作打样。
1. 光模块/CPO：受益AI驱动下高速光模块需求快速增长，玻璃基板凭借优异光学高透性与极低高频介电损耗，结合TGV核心工艺，可极大缩短信号链路并降低功耗；光模块/CPO玻璃基封装载板处于批量送样验证阶段。
1. 半导体先进封装：随AI芯片向大尺寸、高集成度演进，传统封装基板逐渐逼近物理极限；玻璃基板支持面板级封装、可集成更多芯粒，热稳定性与机械稳定性更契合大尺寸高性能芯片封装，信号传输更快、频率更高。报告期内公司配合半导体行业客户进行全玻璃基封装技术方案验证与联合攻关。
1. 产业合作：在ITGV行业论坛推出全玻璃基多层互联架构与GCP半导体先进封装解决方案；与北极雄芯签订战略合作协议，围绕异构芯粒与玻璃基板高度集成的AI计算芯片展开合作。
1. 产业生态：牵头发起中国玻璃线路板产业联盟，联合业内企业推动产业资源集聚。
1. 展会与新品：2026年3月通格微亮相SEMICON China 2026，展出可量产超高深宽比TGV玻璃基板等多类产品，涵盖先进封装、通信、微流控、新型显示等应用。
1. 产品验证落地：通信、半导体封装、光模块/CPO、微流控等产品客户验证稳步推进，其中光模块/CPO玻璃基封装载板批量送样验证、微流控产品已向客户小规模交付。
5. 行业判断与展望
（1）显示行业：呈现"LCD稳固、OLED扩容、新型显示突围"格局
1. LCD：我国产能全球份额稳居第一并将进一步集中；全球大尺寸LCD显示面板年需求面积稳定在2.3亿至2.5亿平方米区间，TV面板年出货量维持2亿台以上。
1. OLED：加速向平板、笔电、显示器及车载显示等中尺寸应用渗透，2024年至2030年相关应用年复合增速约26%；高世代线产能向中国大陆集中，本土核心配套厂商迎来发展机遇。
1. Mini LED：作为延长LCD产业生命周期的核心引擎，正迎来出货规模与终端渗透率全面起量。据外部机构测算，2025–2028年全球Mini LED电视出货量CAGR预计31%，整体渗透率由3.8%提升至15.8%；显示器、车载及大屏电视等核心产品持续向高控光分区、全彩RGB及0OD方向演进。玻璃基板在高精密线路承载、大尺寸及低成本化方面优势显著。
1. Micro LED：据外部机构测算，2026年全球Micro LED市场收入预计首次突破1亿美元；全球Micro LED显示面板出货量将由2024年约10万台扩容至2027年170万台；TGV玻璃基板工艺打通与规模化量产将成为终端产品产业化落地的重要推动。
（2）泛半导体行业
1. 通信：玻璃材料在地面通信、相控阵雷达等射频领域具备应用潜力。
1. 光模块：玻璃基板凭借优异光学高透性与极低高频介电损耗，结合TGV核心工艺，可实现信号链路缩短与功耗下降。
1. 先进封装：玻璃基线路板有望解决先进封装中载板面积受限和翘曲问题；玻璃基板支持面板级封装、可集成更多芯粒，热稳定性与机械稳定性更契合大尺寸高性能芯片封装，低介电常数与低差损特性使信号传输更快、频率更高。全球半导体巨头正陆续布局玻璃基先进封装。
6. 核心技术与知识产权
1. 截至2025年12月底，累计申请国家专利986件，核心有效授权专利480件；获得国家级、省级技术平台、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业等资质；新增获评江西省制造业重点产业链链主企业、单项冠军企业、先进级智能工厂。
六项核心技术：
1. 玻璃基Mini LED精准光源背光技术：可实现200微米超薄载板、20微米线宽线距、稳定载流能力和上万级分区，搭配玻璃扩散板大幅降低整机厚度；应用于Mini LED背光模组。
1. 玻璃基TGV技术：对多类大板玻璃材料进行高深宽比TGV通孔高精度加工；应用于Micro LED直显、射频、光模块等领域。
1. 全玻璃基多层线路叠层及玻璃互联键合技术：通过TGV及金属化工艺实现电气互联，借助玻璃键合完成多层玻璃基板垂直互联；应用于算力芯片先进封装。
1. 超精密玻璃光学器件加工与成型技术：实现异形精密结构加工、高精度线路加工及金属镀膜、黄光、电镀、化镀等工艺；应用于半导体刻蚀设备领域。
1. ECI玻璃基薄化、切割、丝印一体化技术：对中大尺寸AMOLED显示屏玻璃基进行选择性图形蚀刻，较传统切割、膜片、磨边工艺可提升面板强度；应用于高世代线OLED显示。
1. CPI膜材研发、生产和纳米薄膜制备技术：CPI薄膜透光率可达92%以上，在-200℃超低温下保持柔韧性；可自主完成CPI浆料、膜材生产和纳米薄膜制备；应用于柔性太阳翼领域。
1. 管理层提示：部分前沿技术（如TGV、CPI等应用）仍处于重要验证阶段，对报告期内营业收入贡献极低，大规模商业化应用仍存在不确定性。
7. 经营业绩
1. 营收：2025年25.51亿元，同比+14.88%；2026Q1 5.94亿元，同比+8.48%。
1. 利润：报告期内净利润仍为亏损。主要原因：玻璃基新型显示与泛半导体两大新兴板块仍处战略投入期，在建新项目陆续转固、导入试量产，新增设备和厂房折旧摊销处于较高水平；产品研发、打样测试、人才梯队建设等持续加大投入，管理费用、研发费用同比增加较多；叠加报告期内资产减值影响。
1. 经营性现金流：2025年2.12亿元，同比+67.10%；2026Q1 0.74亿元，同比+65.65%。
1. 资产规模：2025年总资产约44亿元，基本维持稳定；净资产受亏损影响小幅下降。
1. 收入结构：传统显示业务维持稳健增长且持续盈利，目前收入增长主要由光电玻璃精加工及显示器件产品销售增加驱动；玻璃基新型显示和泛半导体板块取得多项业务进展和订单突破，但仍处战略投入期。
1. 历史复盘：2018年上市；2019–2025年营业收入保持持续增长；研发投入因新技术产线投入而持续增加，利润在过去几年出现一定亏损；除2022年受显示行业低谷期影响外，其余年份经营性现金流均为正并呈向上趋势；资产规模持续增长。
四、关键数据汇总
	指标
	当期
	同比
	备注

	2025年营业收入
	25.51亿元
	+14.88%
	

	2026Q1营业收入
	5.94亿元
	+8.48%
	

	2025年经营活动现金流净额
	2.12亿元
	+67.10%
	

	2026Q1经营活动现金流净额
	0.74亿元
	+65.65%
	

	2025年净利润
	亏损
	未量化披露
	受新产线折旧摊销、研发投入、资产减值影响

	2025年总资产
	约44亿元
	基本稳定
	净资产受亏损影响小幅下降

	累计申请国家专利
	986件
	—
	截至2025年12月底

	核心有效授权专利
	480件
	—
	截至2025年12月底


